GEMEINSAM MIT MAF GmBH EINE
ERFOLGREICHE ZUKUNFT GESTALTEN

Schaffen Sie zusammen mit der MAF GmbH und der HTV-Firmengruppe
einzigartige Produkte, die den Anforderungen des Marktes gewachsen
und auf Ihre Bediirfnisse optimal abgestimmt sind.

WIR FREUEN UNS
AUF IHRE ANFRAGE!

[ H H Otto-Hahn-Stra3e 24
[ MlcroeleCtronlc D - 15236 Frankfurt (Oder)
| Assembly Tel. +49-335-3871963
Email: mafemaf-ffo.de
Frankfurt (Oder) GmbH Web.: www.maf-ffo.de
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PACKAGING FUR ELEKTRONISCHE
BAUTEILE UND KOMPONENTEN

Seit 1998 ist die MAF GmbH Spezialist fiir die Montage mikroelektronischer
Schaltkreise und bietet lhnen einen kompetenten Service auf hochstem Niveau:
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INDIVIDUELLES PACKAGING &
BERATUNG

Nennen Sie uns lhre Problemstellung und
wir fertigen lhnen dazu gerne das passende
Wunschgehduse entsprechend Ihren speziellen
Anforderungen. Verwenden Sie z. B. unsere
Multi-Die-Technik zum Einsparen von Leiter-
plattenflache oder nutzen Sie unsere transpa-
renten Gehduse fiir optische Anwendungen.

Zusatzlich bieten wir lhnen zur Unterstiitzung
Ihrer Produktentwicklung das Bonden von
Chips in Keramik- oder Premold-Gehdusen
(open cavity) an.

KUNDENSPEZIFISCHE
GEHAUSEENTWICKLUNG

Sie wollen als Alleinstellungsmerkmal ein
eigenes Gehduse oder spezielle Leadframes?
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl und
dem passenden Design lhres neuen Gehduses.

Uber spezielle Leadframes versetzen wir Sie
in die Lage, mehrere Chips oder eine ganze
Funktionsgruppe in ein einziges Gehaduse in-
tegrieren zu konnen. Auch Verbundgruppen
von Bauteilen in einem Gehaduse sind moglich.

OPTIMIERTE FERTIGUNG

Durch den Firmensitz in Frankfurt (Oder) kon-
nen Sie in kiirzester Zeit Muster erhalten und
lhre Entwicklungsprozesse auf Grund kurzer
Lieferzeiten und fehlender Sprachbarrieren
drastisch verkiirzen.

Die MAF GmbH ist damit ein verldsslicher
Partner lhrer Produktentwicklung und ermog-
licht Ihnen einen reibungslosen Produktions-
anlauf und Herstellungsprozess.

Auch im laufenden Produktionsprozess sind
wir immer offen fiir lhre Ideen und konnen
immer noch gewiinschte Anderungen zeitnah
umsetzen.

STANDARDGEHAUSE
Naturlich bietet die MAF GmbH auch die

Montage von ICs in unterschiedlichste
Standardgehduseformen an, wie z. B.:

B SOP (JEDEC MS-012 und MS-013)
SSOP (JEDEC MO-137)

QFP (JEDEC MS-022)

FOQ (JEDEC MO-220)

FOD (JEDEC MO-229)

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN
Waffle-Pack fiir lhre Chips, Laser-Kennzeich-

nung der Bauteile und viele weitere Dienst-
leistungen gehoren selbstverstandlich auch
zu unserem Angebotsspektrum.




DyYNAMISCHES FIRMENNETZWERK

Die Spezialisten der HTV-Firmengruppe sind
kurzfristig jederzeit in der Lage, Lésungen zu
Problemen aus den Bereichen Messtechnik,
Analytik und Langzeitkonservierung elektro-
nischer Bauteile zu erarbeiten.

ELEKTRISCHER TEST UND
BAUTEILQUALIFIKATION

Uber die HTV-Firmengruppe kdénnen Wafer
und auch fertig gehduste elektronische Bau-
teile elektrisch getestet werden.

Dariiber hinaus stehen lhnen vielfdltige Ver-
fahren fiir die Analyse und Qualifizierung
Ihrer elektronischen Bauteile zur Verfiigung.
Dazu zahlen unter anderem die Erstellung von
Schliff- und Rontgenbildern, Burn-In und die
Langzeitlagerung elektronischer Bauteile oder
ganzer Baugruppen.

QuALITAT

Seit 1998 ist die MAF GmbH Spezialist fiir die
Montage mikroelektronischer Schaltkreise. Aus
dieser langen Erfahrung hat sich ein hoher
Qualitatsstandard etabliert.

Die Prozesse der MAF GmbH sind nach
DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und alle
Prozesse werden streng liberwacht.

MAF DIENSTLEISTUNGEN UND
ARBEITSSCHRITTE

Elektrischer Wafertest

Wafer aufspannen

Wafer sdgen
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Auswahl: | Waffle l lAufgespannterWafer'

Leadframe, premolded package, Leiterplatte (COB) —

Chipbonden (COB) und Multichipbonden —
Drahtbonden
Shear- und Pulltest

Freigabe
premolded packages
kennzeichnen globe top
premolded packages molden — OB I
verschlieRen
Markierung mit Laser
l premolded package Dichtsteg trennen —§
verzinnen —
K ik k
l eramik package tempern —]
trimmen, vereinzeln —]
Freigabe

|
l Fertiges Standardgehause (SOP, SSOP, QFP, QFN) .

’erpackung: Stangen, Gurtung, Tra
Versand

Elektrischer Test

Legende:
Qualitatspriifung

D Mikroskop
O Auge/Lupe
AMikroskop / Lehre

lDienstleistung MAF GmbH '

Dienstleistung HTV GmbH




